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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zum Herstellen eines Tlntendruckkopf -Chips 

@ Verfahren zum Herstellen eines Tintendruckkopf-Chips. 
Ein Siliziumsubstrat (100) mit einer ersten Oberflache (10) 
und einer zweiten Oberflache (12) wird bereitgestellt. Eine 
Mehrzahl von Hohlungen (102) wird mittels eines Atzpro- 
zesses in der ersten Oberflache (10) ausgebildet. Eine 
Mehrzahl von Tintendurchlaf&kanalen (104) wird in jeder 
der Hohlungen (102) ausgebildet. Uberlaufhohlungen 
(108) werden an der ersten Oberflache (10) neben den 
Hohlungen (102) ausgebildet. Eine Mehrzahl von Tinten- 
ausstoRkammern (106) wird an der zweiten Oberflache 
(12) gebildet Jede der TintenausstoBkamrnern (106) wird 
an jeweils einen der Tintendurchlafckanale (104) ange- 
schlossen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Untendrucker, insbesondere 
ein Verfahren zum Herstellen eines Tintendruckkopf-Crrips. 

Bei einem herkommlichen Tintendruckkopf-Chip sind in 5 
einem Siliziumsubstrat TintendurchlaBkanale ausgebildet. 
Da das Siliziumsubslrat dick ist, sind die TinlendurchlaBka- 
nale lang. Infolgedessen wird ein meBbarer Strdmungswi- 
derstand erzeugt, wenn Time durch die TintendurchlaBka- 
nale stroint. Die Frequenzantwort des Untendruckkopf- 10 
Chips ist durch den Widerstand beschrankt. Femer konnen 
die TintendurchlaBkanale von ubergelaufener Tintenpaste 
verstopft werden, wenn der Tintendruckkopf-Chip an eine 
Tintenpatrone angekoppelt ist. 

Mil der Erfindung wird die Aufgabe gelost, ein Verfahren 15 
zur Herstellung eines Tintendruckkopf-Chips bereit zustel- 
len, bei dem der Stromungswiderstand beini Stromen von 
Time durch TintendurchlaBkanale vcrrnindcrt ist und vcr- 
hindert wird, daB die TintendurchlaBkanale verstopfen. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe geldst mit einem Ver- 20 
fahren zur Herstellung eines Untendruckkopf-Chips. Das 
Verfahren weist die folgenden Schritte auf. Ein Siliziumsub- 
strat mit einer ersten Oberflache und einer zweiten Oberfla- 
che wird bereitgestellt. Eine Mehrzahl von Hohlungen wird 
in der ersten Oberflache iniltels eines Atzprozesses ausge- 25 
bildet. Eine Mehrzahl von TintendurchlaBkanalen wird in 
jeder der Hohlungen ausgebildet. Uberlaufhohlungen wer- 
den in der ersten Oberflache neben den Hohlungen ausgebil- 
det. Eine Mehrzahl von TropfenausstoBkamrnern ist an der 
zweiten Oberflache ausgebildet. Jede der TropfenausstoB- 30 
kammera ist jeweils an einen der TintendurchlaBkanale an- 
geschlossen, 

ErfindungsgemaB sind die TintendurchlaBkanale in der 
Hohlung ausgebildet, so daB die Lange des TintendurchlaB- 
kanals kurz ist Der beim Stromen von Tinte durch den Tin- 35 
tendurchlaBkanai hervorgerufene Stromungswiderstand 
wird reduziert. Wahrend des Vorgangs des Ankoppelns ei- 
ner Tintenpatrone wird uberschlissige Tintenpaste in der 
Oberstromhohlung gelagert so daB die TintenkanaTe nicht 
verstopft werden. 40 

Ausfuhrungsformen der Erfindung werden in Verbindung 
mit der Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1A bis 1C schematische Schnittdarstellungen, aus 
denen Schritte eines erfindungsgemaBen Verfahrens zum 
Herstellen eines Tintendruckkopf-Chips ersichtlich sind; 45 
und 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarsteilung eines erfin- 
dungsgemaBen Tintendruckkopf-Chips. 

Es wird auf Fig. 1 A Bezug genommen. Es wird ein Silizi- 
umsubstrat 100 mit einer ersten Oberflache 10 und einer 50 
zweiten Oberflache 12 bereitgestellt. Ein AtzprozeB wird 
auf der ersten Oberflache 10 ausge fiihrt, so daB eine Hoh- 
lung 102 gebildet wird. Ein Stegbereich 101 zum Ausbilden 
eines TintendurchlaBkanals ist am Boden der Hohlung 102 
ausgebildet. Die Dicke des Stegbereichs 101 betragt von 50 55 
bis 200 um. Die bevorzugte Dicke des Stegbereichs betragt 
etwa 70 fim. Da die Dicke des Stegbereichs 101 geringer ist 
als die ursprungliche Dicke des Siliziumsubstrats 100, ist 
die Lange eines nachtblgend in dem Stegbereich 101 ausge- 
bildeten TintendurchlaBkanals gering. 60 

Wie aus Fig. IB ersichtlich ist, wird in dem Stegbereich 
101 ein TintendurchlaBkanal 104 ausgebildet. Der Schritt 
des Ausbildens des TintendurchlaBkanals 104 weist aniso- 
tropes Atzen, isotropes Atzen. Laserschneiden oder Sand- 
strahlcn auf. Wic aus Fig. 1C ersichtlich ist, wird an der 65 
zweiten Oberflache 12 eine TintenausstoBkammer 106 aus- 
gebildet. Die TintenaussloBkammer 106 ist an den Tinten- 
durchlaBkanal 104 angcschlossen. Wahrend eines Druck- 
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vorgangs wird die TintenausstoBkammer 106 iiber den Tin- 
tendurchlaBkanal 104 mit Tinte gefullt. 

Fig. 2 ist eine schematische Querschnittsdarstellung eines 
erfindungsgemaB ausgehildeten Tintendruckkopf-Chips. 
Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist an der ersten Oberflache 10 
eine tJberlaufhohlung 108 ausgebildet. Die erste Oberflache 
10 ist geeignet, an eine Tintenpatrone angekoppelt zu wer- 
den. Wahrend des A nkopptungs vorgangs flieBt uberschus- 
sige Tintenpaste in die tJberlaufhohlung 108. Daher flieBt 
keine Tintenpaste in die Hohlung 102, so daB der Tinten- 
durchlaBkanal 104 nicht verstopft wird. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist die TintenausstoBkam- 
mer 106 von Wanden 110 eingeschlossen und weist ein Hei- 
zelement 112 auf. Eine Dusenplatte 114 ist oberhalb der Tin- 
tenausstoBkammer 106 angeordnet. Die oben beschriebene 
TintenausstoBkammer 106 dient lediglich als Beispiel zur 
Beschreibung der Erfindung. ErfindungsgemaB kann jede 
gccignctc Form cincr TintenausstoBkammer verwendet wer- 
den. 

Bei einem Druckvorgang flieBt aus der Tintenpatrone 
Tinte in die Hohlung 102 und dann wird die TintenausstoB- 
kammer 106 iiber den TintendurchlaBkanal 104 mit der 
Tinte gefullt. Die Tinte wird von dem Heizelement 112 ver- 
dampft, so daB Tintentropfen geformt werden. Die Tinten- 
Lropfen werden durch die Diisenplaiie 114 ausgestoBen, um 
den Druckvorgang auszufuhren. 

Bei dem herkomnilichen Druckkopf-Chip werden die 
TintendurchlaBkanale direkt auf dem Siliziumsubstrat aus- 
gebildet. Da das Siliziumsubstrat dick ist, ist eine groBe 
Oberflache von Siliziumsubstrat zum Ausbilden der Tinten- 
durchlaBkanale erforderlich. ErfindungsgemaB kann die- 
selbe Anzahl von TintendurchlaBkanalen auf einer tdeineren 
Oberflache von Siliziumsubstrat gebildet werden, da der 
Stegbereich zum Ausbilden der TintendurchlaBkanale diin- 
ner ist. Infolgedessen kann die Anzahl von TintenausstoB- 
kammern pro Flacheneinbeit erhdht werden und die Auflo- 
sung des Tintendruckkopf-Chips wird ebenfalls erhoht. 

Die TintendurchlaBkanale werden in dem diinnen Silizi- 
umsubstrat ausgebildet. Die Lange der TintendurchlaBka- 
nale ist gering, so daB der beim Stromen von Tinte durch, 
die TintendurchlaBkanale erzeugte Stromungswiderstand 
vermindert ist. 

An der Oberflache zum Ankoppeln an die Tintenpatrone 
wird erfindungsgemaB eine tJberlaufhohlung ausgebildet 
Wenn der Tintendruckkopf-Chip an die Tintenpatrone ange- 
koppelt ist, flieBt uberschlissige Tintenpaste in die tJberlauf- 
hohlung, so daB die TintendurchlaBkanale nicht verstopft 
werden. Die Lebensdauer des Druckkopfes wird erhoht. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zurn Herstellen eines Tintendruckkopf- 
Chips, auf wei send die Schritte: 

Bereitstellen eines Siliziumsubstrats (100) mit einer er- 
sten Oberflache (10) und einer zweiten Oberflache 
(12); 

Atzen der ersten Oberflache (10), so daB mindestens 
eine Hohlung (102) ausgebildet wird; 
Ausbilden einer Mehrzahl von TintendurchlaBkanalen 
(104) in der Hohlung (102); 

Ausbilden einer Mehrzahl von TintenausstoBkammern 
(106) an der zweiten Oberflache (12), wobei jede der 
TintenausstoBkammern (106) jeweils an einen der Tin- 
tendurchlaBkanale (104) angeschlossen ist. 

2. Verfahren gcmaB Anspruch 1, wobci die Tinten- 
durchlaBkanale (104) jeweils mit einer Lange von 50 
bis 200 um ausgebildet werden. 

3. Verfahren gernaB Anspruch 2, wobei die Tinten- 
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durchlaBkanale (104) jeweils mil einer Lange von 
70 um ausgebildet werden. 

4. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, wo- 
bei die TintendurchlaBkanale (104) entweder durch an- 
isolropes oder isotropes Atzen geferligt werden. 5 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei 
die TintendurchlaBkanale (104) mittels eines Lasers 
gefertigt werden. 

6. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 5, wo- 
bei die TintendurchlaBkanale (104) mitlels Sandstrah- 10 
len gefertigt werden. 

7. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, wo- 
bei die TintendurchlaBkanale (104) aneinander ange- 
schlossen gefertigt werden. 

8. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, wo- 13 
bei die TintendurchlaBkanale (104) derart gefertigt 
werden, daB sie jeweils von den ubrigen getrennt sind. 

9. Verfahren zum Hcrstcllcn cincs Tintcndruckkopf- 
Chips aufweisend die Schritte: 

Bereitstellen eines S iliziumsubstrats (100) mit einer er- 20 
sten Oberflache (10) und einer zweiten Oberflache 

(12); 

Atzen der ersten Oberflache (10), so daB eine Mehrzahl 
von Hohlungen (102) ausgebildet wird; 
Ausbilden einer Mehrzahl von TinlendurchlaBkanalen 25 
(104) in jeder der Hohlungen (102); 
Ausbilden einer Mehrzahl von Uberlaufhohlungen 
(108) an der ersten Oberflache (10); und 
Ausbilden einer Mehrzahl von TintenausstoBkammem 
(106) an der zweiten Oberflache (12), wobei jede der 30 
TintenausstoBkammern (106) jeweils an einen der Tin- 
tendurchlaBkanale (104) angeschlossen ist. 

10. Verfahren gemaB Anspruch 9, wobei die Tinten- 
durchlaBkanale (104) jeweils mit einer Lange von 50 
bis 200 um ausgebildet werden. 35 

11. Verfahren gemaB Anspruch 10, wobei Tinten- 
durchlaBkanale (104) jeweils mit einer Lange von 
70 um ausgebildet werden. 

12. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 11, 
wobei die Uberlaufhohlungen (108) entlang dem Um- 40 
fang des Siliziumsubstrats (100) ausgebildet werden. 

13. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 12, 
wobei die TintendurchlaBkanale (104) entweder durch 
anisotropes oder isotropes Atzen gefertigt werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, wo- 45 
bei die TintendurchlaBkanale (104) mittels eines Lasers 
gefertigt werden. 

15. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 14, 
wobei die TintendurchlaBkanale (104) mittels Sand- 
strahlen gefertigt werden. 50 

16. Verfahren gemaB einem der Anspruche 9 bis 15. 
wobei die TintendurchlaBkanale (104) aneinander an- 
geschlossen gefertigt werden. 

17. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, 
wobei die TintendurchlaBkanale (104) derart gefertigt 55 
werden, daB sie jeweils von den ubrigen getrennt sind. 

18. Tintendruckkopf-Chip, aufweisend: 

ein Siliziumsubstrat (100) mit einer ersten Oberflache 
(10) und einer zweiten Oberflache (12), wobei eine 
Mehrzahl von Hohlungen (102) an der ersten Oberfla- 60 
che (10) ausgebildet ist; 

eine Mehrzahl von in den Hohlungen (102) ausgebilde- 
ten TintendurchlaBkanalen (104); und 
eine Mehrzahl von an der zweiten Oberflache (12) aus- 
gebildet en TintenausstoBkammem (106), wobei jede 65 
der TintenausstoBkammem (106) an einen der Tinten- 
durchlaBkanale (104) angeschlossen ist. 

19. Tintendruckkopf-Chip gemaB Anspruch 18, wobei 
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die TintendurchlaBkanale (104) aneinander ange- 
schlossen sind. 

20. Untendruckkopf-Chip gemaB Anspruch 18, wobei 
jeder der TintendurchlaBkanale (104) getrennt ausge- 
bildet ist. 
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